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MINI SYSTEM MS8030 - ALTERAGOES OBRIGATORIAS

A Rede Autorizada,

Informamos que ao receber o produto Mini System MS8030 (NE:921140), independente do problema
diagnosticado, devera realizar as alteragoes indicadas nesta circular.

Atencao: Estes procedimentos devem ser executados em todo os equipamentos MS8030, mesmo que
esteja fora da garantia de fabrica.

1- Insercao do resistor 39KQ(NE 590774) em paralelo ao resistor R957, localizado na PCI Fonte;
2- Substituir os resistores HR443 e HR435 de 6,8KQ para 5,1KQ (NE 187416);

3- Reforgar a solda* nos pinos do IC906 (localizado na PCI Fonte) e se necessario, em qualquer outro
ponto de solda que esteja quebrado ou fissurado.
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A - Resistor R957
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Letra A - Representa a localizacdo do resistor R95
Letra B — Representa a localizagdo do CI906
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Resistores HR433 e HR435

A area destacada, representa a localizagdo dos resistores
HR433 e HR435 1/2
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Procedimentos

1- Insercdo do resistor 39KQ(NE 590774) em paralelo ao resistor R957. Esta insercao deve ser feita
do lado inferior da placa, conhecida como lado da solda.

Posicdo do resistor R957 Posicdo do resistor R957, lado da solda. Resistor soldado na placa.

2- Substituir os resistores HR443 e HR435 de 6,8KQ para 5,1KQ (NE 187416);
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Os resistores em destaque
precisam ser substituidos para
resistores de 5,1KQ (NE
187416)

3- Reforgar a solda* nos pinos do IC906 (localizado na PCI Fonte) e se necessario, em qualquer outro
ponto de solda que esteja quebrado ou fissurado.
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Solda LEAD FREE

A utilizagdo da solda Lead Free (sem chumbo) é obrigatéria neste produto.
Se utilizado solda com chumbo, existe a possibilidade de reagir com a solda lead free, com isto,

gerando uma soldagem propensa a sua quebra/fissura ou “solda fria”, devido a diferenga do ponto de
fusao entre os dois tipos de solda.
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